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Spett.le
Politecnico di Milano
Alla cortese attenzione del
Responsabile unico del procedimento



ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

Oggetto: Procedura aperta per i lavori di rifacimento dell’involucro dell’Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini del Politecnico di Milano
CODICE LAVORO: 1678_11 - CIG: 715363672C - CUP: D41E14000760005

	Il sottoscritto__________________________________________________________

	nato a___________________________________, il __________________________

	nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa _____________________________

	___________________________________________________________________

	con sede in ___________________________________________________________

	via _________________________________________________________________




ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, dichiara di voler subappaltare in merito all’intervento in oggetto

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________, lì _____________



FIRMA del Rappresentante legale

F.to digitalmente
[bookmark: _GoBack]
N.B. Si ricorda che ai sensi dell’art. 105 co. 2 del Codice, la somma degli importi degli eventuali subappalti non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori.
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